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Sposób wykrywania wad w połączeniach klejonych,
zwłaszcza elementów konstrukcji lotniczych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania wad w połączeniach klejonych zwłaszcza elementów
konstrukcji lotniczych.

Do wykrywania wad połączeń klejonych w wyrobach, których jakość powinna odpowiadać szczególnie
wysokim wymaganiom, stosowane są metody nieniszczące ultradźwiękowe, termograficzne itp. Poza tym stosuje
się metodę niszczącą polegającą na rozrywaniu gotowych połączeń klejonych w pewnym procencie wyrobów
i stwierdzeniu, czy ilość wykrytych w ten sposób braków nie przekracza dopuszczalnej normą liczby. Jeśli norma
zostanie przekroczona, to całą partię wyrobów odrzuca się.

Wadą dotychczas stosowanych metod nieniszczącego badania połączeń klejonych jest wysoki koszt po¬
trzebnych do tego materiałów lub aparatury. Wadą metod niszczących jest to, że nawet dla stwierdzenia dobrej
jakości wykonania połączeń konieczne jest zniszczenie części gotowych wyrobów.

Celem wynalazku jest sposób wykrywania wad w połączeniach klejonych, który nie wymaga niszczenia
części gotowych wyrobów i jest tańszy od dotychczas stosowanych metod nieniszczących.

Istota sposobu według wynalazku polega na oziębieniu badanego sklejonego przedmiotu do określonej
temperatury, a następnie pokryciu go w dowolny sposób (oblanie, natrysk itp) cieczą o tak dobranych własno¬
ściach, że zamarza ona na powierzchni tego przedmiotu. W razie istnienia pod powierzchnią przedmiotu wad
sklejenia występują w tych miejscach odchylenia od normalnego przewodnictwa cieplnego i pojemności cieplnej,
co w rezultacie powoduje powstanie zamarzniętej warstewki cieczy o innej grubości niż nad miejscami bez wad.
Obserwując warstewkę zamarzniętej na powierzchni przedmiotu cieczy można na podstawie zmian jej grubości
(reliefu) wykryć występujące pod powierzchnią wady sklejenia.

Zaletą sposobu według wynalazku jest stosowanie prostych i ogólnie dostępnych urządzeń i materiałów
oraz możliwość bezpośredniej oceny wizualnej badanego przedmiotu.

Przykład: Płytę składającą się z dwóch sklejonych warstw blachy aluminiowej oziębia się^ do tempe-
ratyry -50°C, umieszczając ją w skrzynce z suchym lodem. Po wyjęciu jej ze skrzynki polewa się wodą z dodat¬
kiem środka zwilżającego o temperaturze bliskiej 0°C. Na powierzchni płyty tworzy się warstewka lodu, której
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grubość jest niższa nad miejscami nie sklejonymi niż nad miejscami sklejonymi prawidłowo, Różnice grubości
warstewki lodu tworzą relief, w którym widoczne są miejsca ujawniające wady sklejenia.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wykrywania wad w połączeniach klejonych zwłaszcza elementów konstrukcji lotniczych, zna1
mienny tym, że badany sklejony przedmiot oziębia się i następnie pokrywa się cieczą, której temperatura
zamarzania jest równa lub wyższa od temperatury, do której ten przedmiot został oziębiony, po czym z różnic
grubości warstwy zamarzniętej cieczy ustala się stan sklejenia badanego przedmiotu.
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